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®)] Lucida D100

Lucida D100
Spcecifications

o Wafer Size : 8"

« Max Substrate Temperature :350 °C

« Precursor sources : TMA, TDMAH, TTiP, H20 = e
« Deposition uniformity : ¢ + 2% L i Plid
« With in Wafer Uniformity : + 3%,

Applications b -

e High-k Thin Film (HfO2, TiO2, Al203) Depo.

« Applications of R&D
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Operation manual
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Source Cabinet Part

TEMAHf or TTiP
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1. Vent icon 2 &5t Chamber vent A|Z!. 2. Chamber Center®°ll sample loading.
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1. Process recipe /g Hhtd,
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1. Vent icon 2 2169 Chamber vent Al Z!.

‘OPERATION

et e ||

[ [ wee ]
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8. Line purege

Process S

& S0F. o

2
Process Elagsed Tese | 0010000 00 L 2

(- - 7 s0e.01
T O0E-On

i‘n o

(3) Information process
— 2™ XH &9l

(1) Process icon& 22 (2) Source line purge




N Temp. Control

X

Dol = [F Tf[—‘lﬁm%b*@:mli Line purge 78 °l 2t #
'““""’T‘ e };:;::,“’:‘“TI —— oL HFE A M 9 JpA
mo W 2ol aAg710 _EE

p——— L 2 2= of of BHC,

[Eeurce Lne Purge | ]
[Wwwsuw[ullfzﬂu) ]

Raratron Gaugs,

- I T O $E

waouT




FAEUG

29 At : 0| & Ct
(luda30159@unist.ac.kr /217-4022)




	슬라이드 번호 1
	슬라이드 번호 2
	슬라이드 번호 3
	슬라이드 번호 4
	슬라이드 번호 5
	슬라이드 번호 6
	슬라이드 번호 7
	슬라이드 번호 8
	슬라이드 번호 9
	슬라이드 번호 10
	슬라이드 번호 11
	슬라이드 번호 12
	슬라이드 번호 13
	슬라이드 번호 14
	슬라이드 번호 15
	슬라이드 번호 16
	슬라이드 번호 17
	슬라이드 번호 18
	슬라이드 번호 19
	슬라이드 번호 20

